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【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の工程を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法：
　（ａ）第１面を有する第１金型、および凹部が形成され、前記第１面と対向する第２面
を有する第２金型を備えた成型金型を準備する工程；
　（ｂ）第１主面、前記第１主面に形成された複数の第１電極パッド、前記複数の第１電
極パッドとそれぞれ接続された複数の第１配線、前記複数の第１配線とそれぞれ接続され
た複数の第１ランド、および前記第１主面とは反対側の第１裏面を有する第１基材を、前
記第１主面が前記第２金型の前記凹部と対向するように、前記第２金型の前記凹部内に配
置する工程；
　（ｃ）前記（ｂ）工程の後、第２主面、前記第２主面に形成された複数の第２電極パッ
ド、前記複数の第２電極パッドとそれぞれ接続された複数の第２配線、前記複数の第２配
線とそれぞれ接続された複数の第２ランド、および前記第２主面とは反対側の第２裏面を
有し、前記第２主面に半導体チップが搭載された第２基材を、前記第２主面が前記第１基
材の前記第１裏面と対向するように、前記第１金型と前記第２金型との間に配置する工程
；
　（ｄ）前記（ｃ）工程の後、前記第２基材を前記第１金型と前記第２金型でクランプす
る工程；
　（ｅ）前記（ｄ）工程の後、前記第１基材と前記第２基材との間に樹脂を供給し、前記
第１基材と前記第２基材との間に封止体を形成する工程；
　（ｆ）前記（ｅ）工程の後、前記第１金型と前記第２金型との間から、前記封止体が形
成された前記第１基材および前記第２基材を取り出す工程；
　（ｇ）前記（ｆ）工程の後、前記第１基材の前記第１ランドから前記第２基材の前記第
２ランドに向かって貫通孔を形成し、前記第２ランドを露出させる工程；
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　（ｈ）前記（ｇ）工程の後、前記貫通孔の内部に導電性部材を形成する工程。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第１基材は、前記第１主面から前記第１裏面に向かって形成された第１孔部を有し
、
　前記（ｂ）工程では、前記第２金型の前記凹部に形成された第１ピンが前記第１基材の
前記第１孔部内に位置するように、前記第１基材を前記第２金型の前記凹部内に配置し、
　前記第２基材は、前記第２主面から前記第２裏面に向かって形成された第２孔部を有し
、
　前記（ｃ）工程では、前記第２金型の前記第２面に形成された第２ピンが前記第２基材
の前記第２孔部内に位置するように、前記第２基材を前記第１金型と第２金型との間に配
置することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記第１基材の前記第１主面、および前記第２基材の前記第２主面は、それぞれ四角形
の平面形状を成し、
　前記第１孔部は、前記第１主面の４辺のうち、第１の辺に近づけて配置され、
　前記第２孔部は、前記第２主面の４辺のうち、前記第１の辺に沿って配置される第２の
辺に近づけて配置されていることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記第１孔部は、前記第１の辺に沿って複数形成され、前記第２孔部は前記第２の辺に
沿って複数形成されていることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記第１孔部は、前記第１の辺の中央に配置される第１中央孔部と、前記第１の辺に沿
って前記第１中央孔部の両サイドに配置される第１サイド孔部を有し、
　前記第２孔部は、前記第２の辺の中央に配置される第２中央孔部と、前記第２の辺に沿
って前記第２中央孔部の両サイドに配置される第２サイド孔部を有し、
　前記第１サイド孔部の開口面積は、前記第１中央孔部の開口面積よりも広く、
　前記第２サイド孔部の開口面積は、前記第２中央孔部の開口面積よりも広いことを特徴
とする半導体装置の製造方法。
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